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：A-16-**-****
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利用課題名（日本語）
：○○○○○○○○
Program Title (English)
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１．概要（Summary ）
（技術相談の場合は、概要のみの記載でも構いません。
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２．実験（Experimental）
（利用した主な装置の名称と、実験方法などを記載してください。Main equipment name, methods, etc.）
(利用装置は必須。Please be sure to fill in the equipment which you used.）
３．結果と考察（Results and Discussion）
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利用課題名（日本語）
：○○○○○○○○
Program Title (English)
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利用者名（日本語）
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Affiliation (English)
：1) △△、○○University, 2) ○○, Co., Ltd.
検索キーワード
：(3－5語程度)
１．概要（Summary ）

２．実験（Experimental）
＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞
(It is acceptable that technical consultation user writes only summary, and the following, a blank.）
３．結果と考察（Results and Discussion）
＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞
(It is acceptable that technical consultation user writes only summary, and the following, a blank.）

４．その他・特記事項（Others）
（参考文献、用語説明、謝辞等を必要に応じて記載。Examples of acknowledgments; names of competitive research funds, collaborators, technical staff, etc.）
(特段の記載事項がなければ、「なし。」と記載してください。Publication details or “not applicable”.)
５．論文・学会発表（Publication/Presentation）

(1) A. Aaaaa, B, Bbbbb and C. Ccccc, 雑誌名, Vol. ○○（2012）p.p.○○-○○.
(2) A. Aaaaa, ○○学会第○○回秋期大会, 平成24年○○月○○日（発表日）.
（該当がなければ、「なし。」と記載してください。Publication details or “not applicable”.）
６．関連特許（Patent）
(1) A. Aaaaa and B. Bbbbb（発明者名）, “○○○○○○（発明の名称）”, 特開○○○○○, 平成○○年○○月○○日（公開日）
（公開もしくは登録となったものについて記載し、公開前のものは記載しないでください。該当がなければ、「なし。」と記載してください。Please add published / registered patents, or “not applicable”.　
Don’t add yet unregistered patents.）
課題番号(Number of project)
：A-16-NM-〇〇〇〇
利用形態(Type of useｒ support)
：機器利用
利用課題名（日本語） 
：
Program title (English)
： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
利用者名（日本語）
：　物質一郎1), △△△△2)
Username (English)
：
所属名（日本語）
：　1)○○大学大学院　××研究科, 2)○○株式会社
Affiliation (English)
：
検索キーワード
：薄膜，エピ成長，加熱，その場観察
１．概要（Summary ）

JEM-ARM200Fにおいて、材料の高温観察をProtochips社製Aduro型加熱ホルダーを用いてHRTEMその場観察を行い、成長膜の高温での構造変化を解析する。
２．実験（Experimental）
試料は＊＊基板にレーザーアブレーション法によってエピ成長させた＊＊膜であり、これをFIBにてピックアップした断面薄片試料をProtochips社製Aduro型高温加熱チップ観察窓膜上に取り付けた。これをARM200Fにて高温HRTEM観察を行った。観察温度は500℃～1000℃であった。
利用装置：
・電子顕微鏡試料作製装置群(FIB等)
・実動環境対応物理分析TEM(JEM-ARM200F)
 ３．結果と考察（Results and discussion）

温度800℃以上になるとエピ成長した＊＊膜は、＊＊となった。さらに温度を1000℃まで上げた結果、********となることがわかった。膜の変化部分の構造はHRTEMおよびSTEM-Diffractionイメージングにより詳細に解析され、*****というような構造をとっていることが提案された。またSTEM-EDSによる組成が定量解析され、提案された構造に矛盾しない組成になっていることがわかった。
４．その他・特記事項（Others） 
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